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(§) Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte 

© Verfah ren zur Herstellung von Chiptragern, insbeson- 
dere Chipkarten, bei dem ausgehend von einem endlos 
als Rollenmaterial (25) oder als Bogen mate rial (105) zuge- 
fuhrten Basissubst rat materia I (26) die Einbringung einer 
Fensterdffnung (36) in das Basissubst rat mate rial und 
nachfolgend die Belegung des Basissubst rat materials mit 
einem Decklagenmaterial (27 r 28) und die Bestuckung des 
Basissubstrat mate rials in einer Bestuckungsstation er- 
folgt und bei dem das Basissubstratmaterial (26) in der 
Bestuckungsstation mit einem Chipmodul (79) bestuckt 
wird, derart, dass das Chipmodul (79) von der Fensteroff- 
nung (36) aufgenommen wird, dadurch gekennzeichnet, 
dass in einer der Bestuckungsstation en (62) zur Bestuk- 
kung des Basissubstratmaterials (26) mit dem Chipmodul 
(79) unmittelbar nachfolgenden weiteren Bestuckungs- 
station (60) die Belegung des Basissubstratmaterials (26) 
mit einer Spule (73) derart erfolgt, dass die Spulendrah- 
tenden der Spule in eine Oberdeckungslage mit An- 
schlussflachen des zuvor applizierten Chipmoduls zur 
Herstellung einer Verbindung zwischen der Spule (73) 
und dem Chipmodul (48) und Ausbildung einer Transpon- 
dereinheit gebracht werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
zur Herstellung von Chiptragern, insbesondere Chipkarten, 
gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 , 5 
[0002] Es wild ausdriicklich darauf hingewiesen, daB der 
hier verwendete Begriff "Chiptrager" alle Chipanordnungen 
umfaBt, bei denen eine Chipeinheit oder ein Chipmodul auf 
einem Substrat angeordnet ist, ohne Einschrankung hin- 
sichtlich der Materialbeschaffenheit des Substrats oder der 10 
Verwendung des Chiptragers. Auch beinhaltet der Begriff 
"Chipkarte" lediglich einen Hinweis auf die Kartenfonn des 
Substrats ohne Einschrankung hinsichtlich der Matjerialbe- 
schaffenheit. Als Materialien fur das Substrat kommen bei- 
spielsweise in Frage, Kunststoff, Textilien, Papiere. 15 
[0003] Bei der Herstellung von Chipkarten, die als soge- 
nannte "Kontaktkarten" einen Kartenkorper und ein darin 
aufgenommenes Chipmodul aufweisen, das eine mit der 
Kartenoberflache im wesentlichen bundige AuBenkontakt- 
flachenanordnung aufweist, werden zur Aufnahme des 20 
Chipmoduls den Chipmodulabmessungen entsprechende 
Ausnehmungen in den Kartenkorper oder das Kartensub- 
strat eingebracht Bei den bekannten Chipkarten erstrecken 
sich die Ausnehmungen nur tiber einen Teil der Hohe der 
Chipkarte, so daB die Ausnehmungen einen Boden aufwei- 25 
sen, auf dem das Chipmodul so plaziert werden kann, daB 
sich letztendlich eine im wesentlichen mit dem Kartenkor- 
per bundige Anordnung der AuBenkontaktflachenanord- 
nung des Chipmoduls ergibt, Um derartige Ausnehmungen 
im Kartensubstrat, die sich lediglich iiber einen Teil der Kar- 30 
tendicke erstrecken, herstellen zu konnen, werden iiblicher- 
weise Frasverfahren eingesetzt, die aufgrund der geringen 
Dicke des Kartensubstrats genau und daher mit entspre- 
chend groBem Aufwand geregelt werden mussen. Dariiber 
hinaus konnen die bekannten Frasverfahren nur mit niedri- 35 
gen Vorschubgeschwindigkeiten arbeiten, um sicherzustel- 
len, daB beim Frasvorgang der Boden der gefrasten Ausneh- 
mung nicht durchbrochen wird. 

[0004] Aus der EP0 638 873 A2 ist ein Verfahren zur 
Herstellung einer Chipkarte bekannt, bei dem ausgehend 40 
von Rollen- oder Bogenmaterial in das Basismaterial eine 
Fensterofrnung eingebracht wird, anschlieBend das Basis- 
material mit einem Decklagenmaterial belegt wird und in 
das so gebildete SackLoch ein Chipmodul eingesetzt wird. 
[0005] Aus der DE 44 31 605 Al ist ein Verfahren be- 45 
kannt, bei dem mit einer einzigen %rrichtung eine Spule 
hergestellt und die Spulendrahtenden mit den korrespondie- 
renden Anschlussflachen des Chipmoduls verbunden wer- 
den, Dabei erfolgt zunachst das Wickeln der Spule, dann das 
Kontaktieren des Chipmoduls und in einem weiteren Schritt 50 
das Einsetzen des Chipmoduls in ein Fenster des Basismate- 
rials. Hierdurch wird eine frei schwebende, nur von den 
Bondkontakten gehaltene Anordnung des Chipmoduls im 
Fenster des Basismaterials erreicht. 

[0006] Aus der EP 0 682 321 A2 ist ein Verfahren be- 55 
kannt, bei dem die Spule zunachst auf der Deckfolie ange- 
ordnet und anschlieBend die Deckfolie mitsamt der Spule 
auf das Basismaterial aufgebracht wird. 
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf- 
gabe zugrunde, ein Verfahren vorzuschlagen, das die Her- 60 
stellung einer Chipkarte vereinfacht. 

[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den 
Merkrnalen des Anspruchs 1 gelost. 
[0009] ErfindungsgemaB wird namlich ein Verfahren vor- 
geschlagen, bei dem ausgehend von einem endlos als Rol- 65 
lenmaterial oder als Bogenmaterial zugefuhrten Basissub- 
stratmaterial die Einbringung einer Fensterofrnung in das 
Basissubstratmaterial und nachfolgend die Belegung des 
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Basissubstratmaterials mit einem Decklagenmaterial und 
die Bestuckung des Basissubstratmaterials in einer Bestiik- 
kungsstation erfolgt. 

[0010] Durch Ausfuhrung des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens ist es moglich, die bekannte, relativ aufwendige Frasbe^ 
arbeitung zur Erzeugung einer mit einem Boden versehenen 
Ausnehmung im Basissubstratmaterial zu ersetzen durch 
eine relativ einfach zu erzeugende Fensterofiftiung im Basis- 
substratmaterial iiberlagert mit einer Belegung des mit der 
Fensterofrnung versehenen Basissubstratmaterial mit einem 
Decklagenmaterial und anschlieBender Bestuckung des Ba- 
sissubstratmaterials mit dem in die derart geschaffene Aus- 
nehmung einzusetzenden Chipkartenelement, 
[0011] Die Einbringung einer Fensterofrnung, also einer 
durchgehenden, bodenlosen Ausnehmung in das Basissub- 
stratmaterial ist schon deswegen einfacher und schneller 
realisierbar, da kein Tlefenanschlag oder ahnliches vorgese- 
hen werden muB, um eine Vorschubbewegung — wie es bei 
Anwendung eines Frasverfahrens der Fall ist - rechtzeitig 
abzustoppen, damit ein Boden fur die Ausnehmung ver- 
bleibt. Bei Anwendung des erfindungsgemaBen Verfahrens 
wird der zur Anordnung im Basissubstratmaterial notwen- 
dige Boden durch die, die Fensterofrnung abdeckende Bele- 
gung des Basissubstratmaterials mit dem Decklagenmaterial 
geschaffen, 

[0012] Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren wird dar- 
uberhinaus das Basissubstratmaterial in der Bestuckungs sta- 
tion mit einem Chipmodul bestuckt, derart, daB das Chip- 
modul von der Fensterofrnung aufgenommen wird, wo- 
durch das Basissubstratmaterial entsprechend der Herstel- 
lung einer Chipkarte fur den kontaktbehafteten AbgruT be- 
srtickt wird. 

[0013] Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren erfolgt dar- 
iiber hinaus in einer der Bestuckungsstation unmittelbar 
nachfolgenden weiteren Bestuckungsstation die Belegung 
des Basissubstratmaterials mit einer Spule derart, daB die 
Spulendrahtenden der Spule in eine tJberdeckungslage mit 
AnschluBflachen des zuvor applizierten Chipmoduls zur 
Herstellung einer Verbindung zwischen der Spule und dem 
Chipmodul und Ausbildung einer Transpondereinheit ge- 
bracht werden, Dabei kann die Belegung des Basissubstrat- 
materials mit der Spule durch Verlegung eines Spulendrahts 
zur Ausbildung der Spule auf dem Basissubstratmaterial 
oder durch Bestuckung des Basissubstratmaterials mit einer 
bereits fertiggewickelten Spuleneinheit erfolgen, 
[0014] Wenn nach Anordnung oder Ausb ildung der Trans- 
pondereinheit auf dem Basissubstratmaterial eine Belegung 
mit einem oberen, die Transpondereinheit abdeckenden, 
weiteren Decklagenmaterial erfolgt, wird die Herstellung ei- 
ner Chipkarte moglich, die lediglich einen kontaktlosen Ab- 
griff errnbglicht. 

[0015] Nachfolgend werden vorteilhafte Varianten des 
vorgenannten Verfahrens, sowie der dabei zum Einsatz 
kommenden Vorrichtungen und damit hergestellter Chipkar- 
ten unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen 
naher erlautert. Es zeigen: 

[0016] Fig. 1 eine erste nicht zum Erfindungsgegenstand 
gehorige Verfahrensvariante zur Herstellung einer Chip- 
karte; 

[0017] Fig. 2 eine zweite Verfahrensvariante zur Herstel- 
lung einer Chipkarte; 

[0018] Fig. 3 eine dritte nicht die Erfindung betreffende 
Verfahrensvariante zur Herstellung einer Chipkarte; 
[0019] Fig. 4 eine vierte Verfahrensvariante zur Herstel- 
lung einer Chipkarte; 

[0020] Fig. 5 eine Draufsicht auf den Gestelltisch einer 

Vonichtung zur Herstellung einer Chipkarte; 

[0021] Fig. 6 eine Seitenansicht des in Fig. 5 dargestellten 
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Gestelltisches; 

[0022] Fig. 7 eine Draufsicht auf den in Fig. 5 dargestell- 
ten Gestelltisch mit Darstellung von auf dem Gestelltisch 
geforderten Kartensubstratbogen; 

[0023] Fig, 8 ein erstes Ausfiihrungsbeispiel einer Chip- 5 
karte; 

[0024] Fig. 9 ein zweites Ausfiihrungsbeispiel einer Chip- 
karte; 

[0025] Fig, 10 ein drittes Ausfiihrungsbeispiel einer Chip- 
karte, 10 
[0026] Fig. 1 zeigt in einer Prinzipdarstellung in einer er- 
sten Verfahrensvariante die Herstellung eines im Endzu- 
stand nicht dargestellten Chiptragers als Chipkarte aus ei- 
nem Kartenverbund 20, in den mittels einer Transponderbe- 
stuckungseinrichtung 21 ein hier nicht naher dargestellter 15 
Transponder aus einem Chipniodul und einer damit kontak- 
tierten Spule implernentiert ist, 

[0027] Der am Ende des in Fig, 1 dargestellten Verfah- 
rensablaufs hergestellte, abgelangte Kartenverbund 20 weist 
insgesamt drei Materiailagen, narnlich eine ndttlere Karten- 20 
sub str adage 22 und zwei jeweils auf der Ober- und der Un- 
terseite der Kartensubstratlage 22 angeordnete Decklagen 
23 und 24, auf. 

[0028] Die Kartensub stratlage 22 wird zu Beginn des Ver- 
fahrens als von einer Kartensubstratrolle 25 abgerolltes, 25 
endloses Kartensubstratrnaterial 26 zugefiihrt Ebenso wer- 
den die Decklagen 23, 24 als endloses Decklagenmaterial 27 
bzw. 28 von einer Decklagenrolle 29 bzw. 30 zugefiihrt. 
[0029] Zur Herstellung des am Ende des Verfahrens aus- 
gebildeten Kartenverbunds 20 durchlaufen das Kartensub- 30 
stratmaterial 26 und die Decklagenmaterialien 27, 28 ver- 
schiedene Arbeitsstationen. Dabei werden das Kartensub- 
stratrnaterial 26 sowie die Decklagenmaterialien 27, 28 iiber 
eine nachfolgend unter Bezugnahme auf die Fig. 5, 6 und 7 
noch naher erlauterte Mitnehmereinrichtung 93 getaktet in 35 
Fertigungsrichtung 89 (Fig. 1) forfbewegt 
[0030] In einer ersten Zusammenfiihrungsphase 33 erfolgt 
eine Einfuhrung des Kartensub str atmaterials 26 und des von 
unterhalb des Kartensubstratmaterials 26 zugefuhrten Deck- 
lagenrnaterials 27 in die Mitnehmereinrichtung 93 (Fig. 5, 6 40 
und 7) und in einer ersten Stillstandspbase der getakteten 
Vorschubbewegung in einer Fensterstation 35 die Einbrin- 
gung einer Fensterbffnung 36 in das Kartensubstratmaterial 
26. Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 
weist die Fensterstation 35 eine Fensterstanze 37 auf, die 45 
mittels eines Fensterstempels 38 die Fensteroffnung 36 in 
das zwischen zwei Klennnbacken 39, 40 der Fensterstanze 
37 gehaltene Kartensubstratmaterial 26 einbringt. In dersel- 
ben Stillstandsphase erfolgt dariiber hinaus die Einbringung 
einer hier als Rastmarke 41 ausgebildeten Positionsmarke in 50 
den zusammengeruhrten, aus dem Kartensubstratmaterial 
26 und dem Decklagenmaterial 27 gebildeten, nunmehr 
zweilagigen Lagenverbund 42, Die Positionsmarke 41 wird 
in dem in Fig, 1 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel durch 
eine Rastniarkenstanzeinrichtung 43 in den Lagenverbund 55 
42 elngebracht und besteht aus einem einfachen Durch- 
gangsloch. 

[0031] Nachfolgend der Zusammenfubrungsphase 33 
wird der nunmehr gebildete Lagenverbund 42 in eine B&- 
stiickungsphase 44 uberfiihrt. In der Bestiickungsphase 44 60 
1st der Lagenverbund 42 um einen Vorschubtakt in Ferti- 
gungsrichtung 89 vorwarts bewegt, wobei die relative Posi- 
tions anderung des Lagenverbunds 42 dehniert wird durch 
einen Rastflnger 45, der in der Zusammenfiihrungsphase 33 
durch die Rastmarkenstanzeinrichtung 43 erzeugte, als 65 
Durcbgangsloch ausgebildete Rastmarke 41 eingreift. Dabei 
entspricht der Abstand a zwischen dem Rastfinger 45 und 
der Rastmarkenstanzeinrichtung 43 be! dem hier dargestell- 
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ten Ausfuhrungsbeispiel dem zweifachen des Abstandes b 
zwischen der Rastmarkenstanzeinrichtung 43 und der Fen- 
sterstanze 37. Auf halber Strecke zwischen der Rastmar- 
kenstanzeinrichtung 43 und dem Rastfinger 45, also lm Ab- 
stand b zum Rastfinger 45, behndet sich die Transponderbe- 
stuckungseinrichtung 21, Somit ist die Transponderbestiik- 
kungseinrichtung 21 in der Bestiickungsphase 44 exakt iiber 
der in der Zusammenfuhrungsphase 33 in das Kartensub- 
stratmaterial 26 eingebracbten Fensteroffnung 36 positio- 
niert. In der Bestiickungsphase 44 bildet dariiber hinaus die 
Fensteroffnung 36 infolge des Lagenverbunds 42 mit dem 
von unten die Fensteroffnung 36 abdeckenden Decklagen- 
material 27 nunmehr eine mit einem durch das Decklagen- 
material 27 gebildeten Boden 46 versebene Ausnehmung 47 
(Fig. 8). In diese Ausnehmung 47 wird das Chipniodul 48 
des Transponders 49 so eingesetzt, dafi die Spule 50 des 
Transponders 49 auf dem Kartensubstratmaterial 26 auf- 
liegt. 

[0032] Nach Bestuckung des Kartensub stratmaterials 26 
bzw. des Lagenverbunds 42 mit dem Transponder 49 wird 
der Rastfinger 45 aus der die Relativposition des Lagenver- 
bunds 42 gegeniiber der Transponderbestiickungseinricb- 
tung 21 sichernden Rastmarke 41 wieder hinausbewegt und 
der Lagenverbund 42 in einem weiteren Vorschubtakt in 
Fertigungsrichtung 89 vorbewegt, Dabei befindet sich der 
Lagenverbund 42 zusammen mit dem von oberhalb des Kar- 
tensubstratmaterial 26 zugefuhrten oberen Decklagenmate- 
rials 28 in einer weiteren Zusammenfiihrungsphase 51. 
[0033] In der Zusammenfiihrungsphase 51 werden der La- 
genverbund 42 und das Decklagenmaterial 28 zusammen 
von der Mitnehmereinrichtung 93 erfafit und vorbewegt. 
Dabei ist der Endpunkt der Vorbewegung wieder definiert 
durch den nachsten Eingriff des Rastfingers 45 in eine in 
Fertigungsrichtung 89 nachfolgende Rastmarke. Wabrend 
der Vorbewegung in der Zusammerifuhrungsphase wird die 
Oberseite des Kartensubstratmaterials 26 mit dem Deckla- 
genmaterial 28 belegt Dabei sorgt eine wabrend des Vorbe- 
wegungstakts kontinuierlicb iiber den nunmehr aus dem 
Kartensubstratmaterial 26 und den Decklagenmaterialien 27 
und 28 gebildeten Lagenverbund 53 hmweggefuhrte Ther- 
modeneinricbtung 54 zumindest langs einer in Fertigungs- 
richtung 89 verlaufenden Linie fur eine Vorfrxierung der La- 
gen des Lagenverbunds 53 gegeneinander, so da!3 am Ende 
der Zusanimenfuhrungsphase 51 mit einer Trenneinrichtung 
55 der Lagenverbund 53 zur Ausbildung des bereits im we- 
sentlicben Kartenabmessungen aufweisenden Kartenver- 
bunds 20 abgelangt werden kann. Nach jedem Vorschubtakt 
kann ein derartiger Kartenverbund abgelangt und beispiels- 
weise in einem Kartenverbundstapel 56 angeordnet werden. 
Die Kartenverbunde 20 konnen dann einem Laminiervor- 
gang zugefuhrt werden, um eine vollflachige Verbindung 
der Lagen des Kartenverbunds 20 zur Ausbildung einer 
Chipkarte zu schaffen, 

[0034] Bei der in Fig. 1 im Prinzip dargestellten Verfah- 
rensvariante konnen ebenso wie bei den nachfolgend noch 
erlauterten Verfahrensvarianten unterschiedliche Materia- 
lien als Kartensubstratmaterial und Decklagenmaterial ver- 
wendet werden. So konnen Kunststoffmaterialien ebenso 
wie textile oder papierene Materialien Verwendung finden. 
In Abhangigkeit von der gewahlten Materialart kann die in 
der vorstehend erlauterten Verfahrensvariante als Thermo- 
deneinrichtung 54 ausgebildete Einrichtung zur Vorfrxie- 
rung des Kartenverbunds auch aus einer Ultraschall- oder 
Klebeeinrichtung gebildet seim Ebenso ist die unter Bezug- 
nahme auf die in Fig. 1 dargestellte Verfahrensvariante als 
Fensterstanze 37 ausgefiihrte Einrichtung zur Einbringung 
der Fensteroftnungen in das Kartensubstratmaterial - eben- 
falls je nach Art des verwendeten Materials - auch beispiels- 
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weise durch eine mechanisch arbeitende Schneideinrichrung 
odcr einer Hochfrequenz-Schneideinrichtung ersetzbar. 
[0035] In den Fig, 2 und 3 sind weitere Verfahrensvarian- 
ten zur Herstellung einer Chipkarte dargestellt, die uberein- 
stimmend mit der in Fig, 1 dargestellten Verfahrensvariante 5 
zu Beginn eine Zusammenfuhrungsphase 33 und zum Ende 
eine Zusammenfuhrungsphase 51 aufweisen, sich jedoch 
hinsichtlich ihrer Bestiickungsphasen 57 bzw. 58 von der in 
Fig, 1 dargestellten Verfahrensvaiiante unterscheiden, 
[0036] Die in den Fig, 2 und 3 dargestellten Verfahrensva- 10 
rianten dienen zur Herstellung einer der in Fig. 8 dargestell- 
ten Chipkarte 59 vergleichbaren Chipkarte, in der jedoch die 
Spule 50 und das Chipmodul 48 nicht als zusammenhan- 
gende Einheit, also als Transponder 49, sondern als einzelne 
Elemente mit nachfolgender Verbindung implementiert 15 
werdem 

[0037] Hierzu ist die Bestuckungsphase 57 der in Fig. 2 
dargestellten Verfahrensvariante in drei Vorschubtakte un- 
terteilt, wobei in der Stillstandszeit nach dem ersten \br- 
schubtakt mittels einer Bestuckungseinrichtung 62 ein Ein- 20 
setzen des Chipmoduls 48 in die zuvor eingebrachte Fenst- 
eroffnung 36 im Kartensubstratmaterial 26 erfolgt. In der 
dem nachfolgenden Vorschubtakt folgenden StiHstands- 
phase wind mittels einer relativ zum fest positionierten Kar- 
tensubstratmaterial 26 bewegbaren Verlegeeinrichtung 60 25 
ein hier nicht naher dargestellter Spulendraht spulenforrnig 
auf dem Kartensubstratmaterial 26 verlegt, derart, daB das 
hier nicht naher dargestellte Spulendrahtenden in eine Uber- 
deckungslage mit Kontaktflachen des in der Fensteroffnung 
36 aufgenommenen Chipmoduls 48 gelangen. SchlieBlich 30 
wird in einer weiteren Stillstandsphase, die dem nachsten 
Vorschubtakt folgt, eine Verbindungseinrichtung 61 iiber 
der Fensterofrnung 36 positioniert, derart, daB eine Kontak- 
tierung der sich in einer "Oberdeckungslage mit den Kontakt- 
flachen des Chipmoduls 48 befindenden Spulendrahtenden 35 
erfolgen kann. 

[0038] Die in Fig. 3 dargestellte Verfahrensvariante unter- 
scheidet sich hinsichtlich ihrer Bestuckungsphase 58 von 
der in der in Fig. 2 dargestellten Verfahrensvariante inso- 
weit, als die Reihenfolge der Bestuckungseinrichtung 62 40 
und der Verlegeeinrichtung 60 miteinander vertauscht sind. 
[0039] Grundsalzlich erfolgen bei dem in den Verfahrens- 
varianten gemaB der Fig. 2 und 3 zusammengesetzten La- 
genverbund 42 samtliche Bestiickungs-, Verlegungs- und 
Verbindungsvorgange von oben her, da die in das Karten- 45 
substratmaterial 26 eingebrachten Fensterorfhungen 36 auf- 
grund der von unten gegen das Kartensubstratmaterial 26 
gefuhrten Decklagenmaterials 27 nur von oben her zugang- 
h'ch sind, Bei abweichendern Aufbau des Lagenverbunds 42 
waren zurnindest die Bestiickungs vorgange auch von unten 50 
her moglich. 

[0040] Fig* 4 zeigt eine weitere Verfahrensvariante, die 
hinsichtlich der ersten Zusammenfuhrungsphase 33 und der 
nachfolgenden Bestuckungsphase 57 mit der unter Bezug- 
nahme auf Fig. 2 erlauterten Verfahrensvariante liberein- 55 
stimmt. Hinsichtlich einer Zusammenfuhrungsphase 63 er- 
geben sich jedoch gegeniiber der in Fig. 2 dargestellten Zu- 
sammenfuhrungsphase 51 Abweichungen. Wie aus Fig, 4 zu 
ersehen ist, erfolgt namlich die Zufuhrung des von oben auf 
das Kartensubstratmaterial 26 gefuhrten Decklagenmateri- 60 
als 28 nachdem bereits zuvor eine Fensteroffnung 64 in das 
obere Decldagerrmaterial 28 mittels einer Fensterstanze 65 
oder einer vergleichbaren Einrichtung eingebracht worden 
ist. Dabei wird die Fensteroffnung 64 in einer Stillstands- 
phase eingebracht, die der dem letzten 1akt der Bestuk- 65 
kungsphase 27 nachfolgenden Stillstandsphase iiberlagert 
ist 

[0041] Im Abstand b - bezogen auf die Lange des eben 
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angeordneten Decklagenmaterials 28 - wird parallel zur 
Einbringung der Fensteroffnung 64 durch die Fensterstanze 
65 mit einer weiteren Rastmarkenstanzeinrichtung 66 dek- 
kungsgleich mit einer zuvor durch die Rastmarkenstanzein- 
richtung 43 in den Lagenverbund 42 eingebrachten Rast- 
marke 41 eine Rastmarke 67 in das Decklagenmaterial 28 
eingebracht, die zusammen eine positionsidentische Rast- 
marke 68 des nunmehr aus den Decklagenmaterialien 27 
und 28 sowie dem Kartensubstratmaterial 26 gebildeten La- 
genverbunds 53 bilden, Hierdurch wird sichergestellt, da!3 
nach einer weiteren getakteten Vorschubbewegung zum ei- 
nen die Fensteroffnung 64 des Decklagenmaterials 28 in der 
gewunschten tJberdeckungslage mit der Fensterofrnung 36 
im Kartensubstratmaterial 26 angeordnet ist, und zum ande- 
ren eine weitere stationare Bestuckungseinrichtung 69 so 
positioniert ist, daB ein Chipmodul 70 (Fig. 10) in eine zu- 
vor durch die Bestuckungseinrichtung 62 in die Fensteroff- 
nung 36 des Kartensubstratmaterials 26 eingebrachte Chip- 
modulaufhahme 71 (Fig. 10)eingesetzt wird. 
[0042] Eine gemaB der in Fig. 4 dargestellten Verfahrens- 
variante hergestellte Chipkarte 72 ist in der Fig, 10 darge- 
stellt. Die Chipkarte 72 weist eine Kartensubstratlage 22 mit 
jeweils auf einer Oberseite und einer Unterseite der Karten- 
substratlage 22 aufgebrachten Decklage 24 bzw. 23 auf. In 
der aus dem Kartensubstratmaterial 26 gebildeten Karten- 
substratlage 22 befindet sich in die Fensteroffnung 36 einge- 
setzt die Chipmodulaufhahme 71, welche ihrerseits kontak- 
tiert ist mit einer auf die Unterseite des Kartensubstratmate- 
rials 26 durch Verlegung aufgebrachten Spule 73, Dabei ist 
die Spule 73 durch die untere, aus dem Decklagenmaterial 
27 gebildete Decklage 23 abgedeckL Um eine derartige An- 
ordnung der Spule 73 zwischen dem Kartensubstratmaterial 
26 und dem Decklagenmaterial 27 zu ermoglichen, kann ab- 
weichend von der in Fig. 4 dargestellten Verfahrensvariante 
die Belegung des Kartensubstratmaterials 26 mit der Spule 
73 mittels einer Verlegeeinrichtung 60 von unten her bereits 
vor der Zusammenfuhrung des Kartensubstratmaterials 26 
mit dem Decklagenmaterial 27 erfolgen. Anschliefiend wird 
die Chipmodulaufhahme 71 in die Fensteroffnung 36 des 
Kartensubstratmaterial 26 eingesetzt, so daB zur Vervoll- 
standigung des Kartenverbunds das obere Decklagenmate- 
rial 28 mit einer darin ausgebildeten Fensteroffnung 64 auf 
das Kartensubstratmaterial 26 aufgebracht werden kann. 
Wenn, wie in Fig. 10 dargestellt, die Chipmodulaufhahme 
71 mit einem abgesetzten Bundsteg 74 versehen ist, wird bei 
entsprechender Dimensionierung der Fensteroffnung 64 
eine Aufnahmewand 75 iibergreifende Anordnung eines 
Ruckhalterands 34 am Decklagenmaterial 28 erreicht, wo- 
durch eine formschliissige Sicherung der Chipmodulauf- 
nahme 71 in einer aus den Fensteroffhungen 64 und 36 des 
Decklagenmaterials 28 bzw. des Kartensubstratmaterials 26 
und dem unteren Decklagenmaterial 27 gebildeten Ausneh- 
mung 76 gewahrleistet ist. Die Chipmodulaufhahme 71 
kann so beschaffen sein, daB sie direkt mit der Spule 73 kon- 
taktiert ist und eine elektrische Verbindung des Chipmoduls 
70 mit der Spule 73 iiber die Chipmodulaufnahme 71 er- 
folgt. Alternativ ist es jedoch auch moglich, daB das Chip- 
modul 70, wie in Fig, 10 dargestellt, mit seinen AnschluBfla- 
chen 77, 78 unmittelbar mit der Spule 73 kontaktiert ist, 
[0043] Wie weiterhin aus Fig. 10 zu ersehen ist, ermog- 
licht die Anordnung des Chipmoduls 70 in der Chipmodu- 
laufnahme 71 ein einfaches Implementieren des Chipmo- 
duls 70 in die Chipkarte 72 von oben her, Dabei kann die 
Implementierung nach Fertigstellung der Chipkarte 72, also 
nach der eingangs erwahnten Laminierung des Lagenver- 
bunds 53, oder bereits auch schon vorher erfolgen, Als be- 
sonders vorteilhaft der in Fig, 10 dargestellten Anordnung 
des Chipmoduls 70 in der Chipmodulaufhahme 71 erweist 
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sich, daft auf einfache Art und Weise, durch Auswahl ent- 
sprechender Materialstarken fur das Kartensubstratmaterial 
26 und das Decklagcnmaterial 28 sowie einer entsprechend 
hoch ausgebildeten Chipmodulaufhahme 71 sowohl eine 
biindige Anordnung des Bundstegs 74 der Chipmodulauf- 
nahme 71 mit der Oberflache des Decklagenmaterials 28 als 
auch eine biindige Anordnung einer AuJ3enkontaktflache 31 
des Chipmoduls 70 mit der Oberflache des Decklagenmate- 
rials 28 moglich ist, 

[0044] Wie Fig. 9 zeigt, ist eine biindige Anordnung eines 
hier mit abweichender aufierer Kontur ausgefuhrten Chip- 
moduls 79 auch ohne die Verwendung einer Chipmodulauf- 
nahme 71 moglich. Hierzu weist die Chipkarte 80 einen La- 
genverbund 53 aus dem Kartensubstratmaterial 26, dem un- 
teren Decklagenmaterial 27 und dem oberen Decklagenma- 
terial 28 auf, bei dem das obere Decklagenmaterial 28 mit 
einer relativ groBen Fensterofmung 64 und das Kartensub- 
stratmaterial 26 mit einer relativ kleinen Fensterofmung 36 
versehen ist, die beide konzentrisch angeordnet sind. Hier- 
durch kann das in Fig, 9 dargestellte Chipmodul 79, das ei- 
nen im tJbergang von einem relativ groMachigen Kontakt- 
substrat 81 mit einer AuBenkontaktanordnung 82 auf eine 
Chipeinheit 107 groBen Querschnitssprung aufweist, form- 
schlussig und biindig aufgenommen werden. 
[0045] Wie aus Fig, 9 zu ersehen ist, ist die aus der Fenst- 
erofmung 64, der Fensterofrhung 36 und dem einen Boden 
83 bildenden unteren Decklagenmaterial 27 gebildete Aus- 
nehmung 84 entsprechend der Kontur des Chipmoduls 79 
ausgebildet. 

[0046] Fig, 5 zeigt in einer Draufsicht einen Teil eines Ge- 
stelltischs 85 einer Vorrichtung 86, die zur Durchfuhrung 
der in den Fig. 1 bis 4 dargestellten Verfahrensvarianten 
dient, 

[0047] Die in Fig, 5 dargestellte Ansicht zeigt den Gestell- 
tisch 85 im Bereich der Zusammenfuhrung des in Fig, 5 als 
Endlosfolie dargestellten Kartensubstratmaterials 26 mit ei- 
nem in Fig, 5 mit gestricheltem Linienverlauf angedeuteten, 
ebenfalls folienartig ausgefuhrten Decklagenmaterial 27, 
das von unten her durch einen Zufuhrungsausbruch 87 im 
Gestelltisch 85 in Richtung auf das Kartensubstratmaterial 
26 zugefuhrt wird. Ein in Fig. 5 links dem Zufuhrungsaus- 
bruch 87 dargestellter Stanzausbruch 88 ermoglicht entspre- 
chend der Darstellung der Verfahrensvarianten in den Fig. 1 
bis 4 die Anordnung einer stationaren Fensterstanze 37 
oberhalb des Stanzenausbruchs 88, wobei dieser dann zur 
Abfuhrung der Stanzabfalle verwendet werden kann. 
[0048] Wie durch den Pfeil 89 in Fig. 5 angedeutet, ver- 
lauft die Fertigungsrichtung von links nach rechts. Um den 
unter Bezugnahme auf die Verfahrensvarianten der Fig, 1 
bis 4 erlauterten, getakteten Vorschub der Materialbahnen 
zu ermoglichen, befindet sich auf dem Gestelltisch 85 langs 
einer in Fertigungsrichtung verlaufenden, zwei Fuhrungs- 
schienen 90, 91 aufweisenden ScMenenfurirungseinrichtung 
92 eine Mitaehmereinrichtung 93. Die Mitnehmereinrich- 
tung 93 weist mehrere, untereinander mit einem starren 
Koppelglied 94 verbundene Mitnehmerzangen 95 auf, die 
langs der Fuhrungsschiene 90 bzw. 91 verfahrbar gefllhrt 
sind. Die KoppelgliederSM sind untereinander mit einer Tra- 
verse 96 verbunden, die bei Antrieb des einen Koppelglieds 
94 iiber einen Spindelantrieb 97 dafur sorgt, daB sich das 
zweite Koppelglied 94 entsprechend mitbewegt. Der Spin- 
delantrieb 97 weist zwei Endanschlage 98, 99 auf, die den 
Vorschub weg definieren. 

[0049] Zur getakteten Vorschubbewegung des Kontakt- 
substratmaterials 26 bzw des aus dem Kontaktsubstratmate- 
rial 26 und dem Decklagenmaterial 27 gebildeten Lagenver- 
bunds 42 (Fig, 1) ergreifen die Mitnehmerzangen 95 der 
Mitoarmieeinrichtung 93 in einer linken Endanschlagstel- 
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lung des Spindelantrieb s 97 das Kontaktsubstratmaterial 26 
bzw. den Lagenverbund 42 und bewegen diesen bis zum Er- 
reichen des rechten Endanschlags 99 vor. Nach Erreichen 
des rechten Endanschlags 99 wird das Kartensubstratmate- 
5 rial 26 bzw. der Lagenverbund 42 in der durch den Endan- 
schlag definierten Position durch Einfahren des Rastfingers 
45 in die Rastmarke 41 (Fig. 1) positionsfixiert. Danach lo- 
sen sich die Mitnehmerzangen 95 und fahren bis zum Errei- 
chen des linken Endanschlags 98 entgegen der Fertigungs- 
richtung 98 zuriick, Hier ergreifen die Mitnehmerzangen 95 
wieder das Kartensubstratmaterial 26 bzw. den Lagenver- 
bund 42 und bewegen das Kartensubstratmaterial 26 bzw. 
den Lagenverbund 42 nach Losen des Eingriffs zwischen 
dem Rastfinger 45 und der Rastmarke 41 um dieselbe 
Strecke bis zum wiederholten Erreichen des rechten Endan- 
schlags 99 vor. 

[0050] Fig, 7 zeigt in einer Draufsicht den Gestelltisch 85 
im Bereich der bereits im Zusammenhang mit der in Fig. 1 
erlauterten Verfahrensvariante genannten Transponderbe- 
stuckungseinrichtung 21. Wie aus Fig. 7 zu ersehen ist, ist 
die Transr»nderbestuclamgseinrichtung 21 auf einem die 
ScHenenfuhrungseinrichtung 92 quer uberspannenden Por- 
tal 100 mit einer Fuhrungsschiene 101 angeordnet, die ein 
Verf ahren der Transponderbestuckungseinrichtung 21 langs 
der Fuhrungsschiene 101 und quer zur Fertigungsrichtung 
89 ermoglicht, Bei der in Fig, 7 dargestellten Ausfuhrungs- 
form der TVansponderbestuckungseinrichtung 21 ist diese 
als um eine parallel zur Fertigungsrichtung 89 angeordnete 
Schwenkachse 102 verschwenkbare Wickeleinrichtung aus- 
gebildet mit einem quer zur Schwenkachse 102 angeordne- 
ten Wickelkopf 103. 

[0051] Der Wickelkopf 103 dient einerseits zur Herstel- 
lung einer Drahtspule in einem Wickelverfahren, anderer- 
seits zur Verbindung der Spulendrahtenden der hier nicht 
naher dargestellten Drahtspule mit einem im Wickelkopf 
aufgenommenen Chipmodul. Wahrend der Herstellung der 
Wickelspule und der Kontaktierung der Spulendrahtenden 
mit Kontaktflachen des Chipmoduls weist der Wickelkopf 
103 die in Fig. 7 dargestellte Ausrichtung mit einer parallel 
zur Fuhrungsschiene 101 des Portals 100 verlaufenden Wik- 
kelachse 104 auf, Nach Fertigstellung der Transponderein- 
heit im Wickelkopf 103 wird dieser langs dem Portal 100 
verfahren und um seine Schwenkachse 102 so verschwenkt, 
daB die Wickelachse 104 nunmehr senkrecht zur Ebene bzw. 
Oberflache des in Fertigungsrichtung 89 auf dem Gestell- 
tisch 85 geforderten Kartensubstratmaterials 26 ausgerichtet 
ist. Ausgehend von dieser Position erfolgt ein Absenken des 
Wickelkopfes 103 in Richtung auf die Oberflache des Kar- 
tensubstratmaterials 26 mittels einer hier nicht naher darge- 
stellten, an der T>ansponderbestuclamgseinrichtung 21 inte- 
gral ausgebildeten Hubeinrichtung. Durch Einwirkung von 
Druck und/oder Temperatur wird dann die Spule 50 der 
Transpondereinheit 49 derart in die Oberflache des Karten- 
substratmaterials 26 eingebettet, da!3 das Chipmodul 48 der 
Transpondereinheit 49 von der Fensterofmung 36 im Kar- 
tensubstratmaterial 26 aufgenommen wird. 
[0052] Bei dem in Fig. 7 dargestellten Ausfuhrungsbei- 
spiel ist das Kartensubstratmaterial 26 in Form konfektio- 
nierter Kartensubstratbogen 105 mit einer hier als 21er-Nut- 
zen ausgefuhrten Nutzenteilung ausgebildet. Dabei ermog- 
licht jeder Kartensubstratbogen 105 die Herstellung von ins- 
gesamt 21 Chipkarten 59 (Fig, 8), In der in Fig. 7 dargestell- 
ten Momentaufnahme einer CHpkartenfertigung befindet 
sich der Wickelkopf 103 in einer Position zur Herstellung 
der dritten von bereits zwei in einer Querreihe 106 auf dem 
Kartensubstratbogen 105 angeordneten Transpondereinhei- 
ten49, 

[0053] Sowohl bei der Herstellung von Chiptragern aus- 
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gehend von vorkonfektionierten Bogen als auch bei der Her- 
stellung von Chiptragern ausgehend von einem als Rollen- 
material vorliegenden Basissubstrat ist es moglich, die 
Chiptrager in mehrercn zur Fertigungsrichtung parallelen 
Reihen, also mehrspurig wie in Fig, 7, oder nur in einer 5 
Rehe, also einspurig, herzustellen. Insbesondere fur ein ein- 
spuriges Herstellungsverfahren kann eine entsprechende 
Vorrichtung besonders kompakt als Hschgerat ausgebildet 
sein. In dieser Ausfuhrung eignet sicb die ^rrichtung be- 
sonders zur Herstellung von als Ausweise, z, B. Personal- 10 
ausweise, ausgebildeten Chiptragern, bei denen das Basis- 
substrat und die Decklagen aus Papier bestehen konnen. 
Hier wie ebenso bei anderen Ausbildungen des Chiptragers 
ist es auch moglich, das Basissubstrat und die Decklagen 
aus unterschiedlichen Materialien auszubilden. 15 
[0054] Auch wenn in den Fig. 1 bis 4 nicht dargestellt, ist 
auch daran gedacht, wahrend der Herstellung einer Chip- 
karte nach Bedarf Zusatzstoffe zuzufuhren, wie beispiels- 
weise einen Fullstoff zur Ausfiillung von ansonsten mogli- 
cherweise verbleibenden Zwischenraumen zwischen dem in 20 
eine Fensteroffnung eingesetzten Element und den Randem 
der Fensteroffhung, Ein derartiger Fiillstoff kann aus einem 
schaumenden Kunststoff mit Klebewirkung bestehen. 



Patentanspriiche 25 

L Verfahren zur Herstellung von Chiptragern, insbe- 
sondere Chipkarten, bei dem ausgehend von einem 
endlos als Rollenmaterial (25) oder als Bogenmaterial 
(105) zugefuhrten Basis sub stratmaterial (26) die Ein- 30 
bringung einer Fensteroffhung (36) in das Basissub- 
stratrnaterial und nachfolgend die Belegung des Basis- 
substratmaterials mit einem Decklagenrnaterial (27, 
28) und die Bestuckung des Basissubstratmaterials in 
einer Bestiickungs station erfolgt und bei dem das Ba- 35 
sissub stratmaterial (26) in der Bestiickungsstation mit 
einem Chipmodul (79) besriickt wird, derart, dass das 
Chipmodul (79) von der Fensteroffnung (36) aufge- 
nomrnen wird, dadurch gekennzeichnet, dass in einer 
der Bestiickungs stationen (62) zur Bestuckung des Ba- 40 
sissub stratrnaterials (26) mit dem Chipmodul (79) un- 
mittelbar nachfolgenden weiteren Bestuckungsstation 
(60) die Belegung des Basissubstratmaterials (26) mit 
einer Spule (73) derart erfolgt, dass die Spulendrahten- 
den der Spule in eine tlberdeckungslage mit An- 45 
schlussnachen des zuvor applizierten Chipmoduls zur 
Herstellung einer Verbindung zwischen der Spule (73) 
und dem Chipmodul (48) und Ausbildung einer Trans- 
ponderemheit gebracht werden, 

2, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 50 
net, dass nach Anordnung oder Ausbildung der Trans- 
pondereinheit (49) auf dem Basissub stratmaterial (26) 
eine Belegung mit einer oberen, die Txansponderein- 
heit (49) abdeckenden, weiteren Deckmateriallage (28) 
erfolgt. ~ 55 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Belegung des Basissubstratmaterials 
(26) mit der Spule durch Verlegung eines Spulendrahts 
auf dem Basis substratmaterial in Spulenkonnguradon 
erfolgt. 60 
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